单细胞成像系统嵌入式控制器与整机系统集成壳体组件
参数要求
本项目包含两套定制化设备组件：①单细胞成像系统嵌入式控制器（含硬件、控制软件、定制通讯协议、全套线缆）；②整机系统集成壳体组件（含主体框架、外罩、光路基板、机械适配组件、标识标牌），其材料、工艺、设计等各方面需满足土壤单细胞成像、分选、多维检测科研平台使用需求。
一、主要技术参数指标：
[bookmark: _GoBack]1.1 单细胞成像系统嵌入式控制器总体参数要求
1.1.1 嵌入式控制器主板硬件
配置工业级嵌入式主板整套，集成主控板、电机驱动板、光源控制板；板载多通道通讯接口，包含 RS485、RS232、Ethernet，可完整适配整机成像、光路、位移、激光各功能模块通讯与协同控制需求。
1.1.2 系统控制软件
预装完整成套控制软件，包含 PC 端上位机软件、嵌入式底层软件、各模块专用控制软件；内置全模块驱动程序与专用控制算法，可实现成像系统、位移台、光路调制器、激光器等模块的协同控制与数据交互。
1.1.3 定制通讯协议开发
可根据整机平台硬件架构，完成专属通讯协议定制开发、多模块接口适配、软硬件联调，保障全部光学、机械、电控模块在同一控制平台稳定互联互通，无通讯冲突、指令延迟、数据丢包问题。
1.1.4 配套线缆组件
配套完整线缆组件，包含整机电气布局布线方案、专用电源管理模块、全套设备控制线缆，线缆匹配设备功率与通讯速率，绝缘防护达标。
1.2 整机系统集成壳体组件总体参数要求
1.2.1 壳体外部尺寸规格
整机外框基准尺寸：930mm×575mm×602mm。
1.2.2 材质与外观质量标准
整机主体框架采用高强度铝合金或钢材，需进行精密加工及表面防锈处理；外罩壳体采用ABS材质，外观表面经喷塑处理，应光滑、无毛刺、无裂纹、无明显变形；涂漆或喷塑部位应均匀牢固，无剥落、漏底、起泡和锈蚀现象。
1.2.3 光路系统安装基板
配套光学级专用安装基板，预留标准化安装工位、定位接口、固定孔位，可直接安装光路系统、激光器、分束镜等全部光学元件，基板平面度满足光学成像精度需求。
1.2.4 机械接口适配组件
成套机械适配配件，含安装转接板、固定支架、标准紧固件，实现成像模块、弹射装置、光路、位移台在主体框架精准定位、锁止安装，装配后无晃动、位移、干涉。
1.3 整机集成性能、运行稳定性与安全规范
1.3.1 整机装配兼容性
所有壳体、框架、电控组件耦合装配后无结构干涉、布线干涉，嵌入式控制器与壳体机械、电气接口完全匹配，控制系统软硬件可无修改正常运行，完整支撑单细胞成像、单细胞分选全部核心实验功能。
1.3.2 运行稳定指标
设备完整装配固定后，无异常机械振动、持续异响、运行位移；高速成像、位移台运动、激光调制工况下整机结构稳定，不影响光学成像精度。
1.3.3 维护与安全防护
壳体结构模块化设计，拆装便捷，便于现场巡检、故障维修、光路调试；主板、光源、高压电路等关键部件具备绝缘、防潮、防腐、防机械碰撞防护结构。
二、配置清单：
1.单细胞成像系统嵌入式控制器
工业级嵌入式主板、预装系统软件、定制通讯协议、线缆组件。
2.整机系统集成壳体组件
整机主体框架、整机外罩壳体、光路系统安装基板、机械接口适配组件、标识标牌。
3.配套技术资料
全套纸质 + 电子版用户使用手册，包含硬件说明、软件操作流程、日常维护规范、安全操作注意事项。
三、产品交付及售后服务：
1. 交付周期
收到全额货款及书面发货通知后 90 日内完成发货运输。
2 交货地点
江苏省南京市江宁区麒麟街道创优路 298 号。
3. 现场安装调试服务
上门完成框架、壳体现场组装，嵌入式控制器与整机硬件、软件联调对接，将已有各功能模块（成像系统、单细胞弹射装置、光路模块、位移台等）安装至整机框架的对应工位，并完成初步光路对准及机械精度调整。
4. 售后服务及质保
（1）免费提供首次设备操作、日常维护、安全规范现场培训，确保操作人员独立使用。
（2）质保期限自设备现场验收合格当日起计算，提供不少于12个月免费质保服务。
（3）因产品设计、加工、软硬件缺陷造成故障、损坏，供方免费上门维修、更换零部件、重新调试。
（4）设备故障报修后，供方标准响应时间24小时内反馈解决方案，优先远程技术支持；远程无法解决时安排工程师现场服务。
（5）供方应提供后续易损件、配件及维护服务支持，并说明质保期外维修和配件供应方式。


